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行业深度研究报告 

 半导体行业 IC 设计系列报告：低功耗蓝牙(BLE) 
谨慎推荐 
（首次评级） 

 2019 年 11 月 22 日 

物联网无线连接加快布局，低功

耗蓝牙蓄势待发 
⚫ 市场空间：可穿戴设备爆发、物联网布局驱动低功耗蓝牙市场需求释

放，预计 2023 年全球 BLE 芯片市场将达到 65 亿美元 

数据传输场景愈加丰富，无线连接渐成趋势，蓝牙是最主要的无线连接方式之一。

随着通信技术升级和智能终端普及，数据传输丰富，无线通信是主要连接方式，

其中蓝牙综合优势明显，适合短距离无线通信。 

蓝牙技术标准迈入 5.0时代，Mesh组网助力高端低功耗蓝牙开拓物联网市场。BLE5.0

突破了传输速度和距离短板，并引入高精度测向定位功能；Mesh 组网让 BLE 实现

多对多通信，奠定了 BLE在物联网中的地位。 

低功耗蓝牙受益可穿戴设备、物联网发展，2023 年市场空间 67 亿美元，年复合增

长率 7.6%。BLE率先爆发市场是可穿戴设备，后续增长集中在智能家居、智慧城市、

智慧楼宇和智能工业等物联网领域，预计 2023 年 BLE 市场空间达到 67 亿美元，

2018-2023年复合增长率达 7.6%。 

⚫ 竞争格局：国外厂商抢占高端低功耗蓝牙芯片市场先机，国内厂商开

始逐步布局低功耗蓝牙 

国外低功耗蓝牙发展较早，但目前并未形成寡头垄断格局。国外 BLE厂商占有技术

和市场先发优势，BLE 布局较早，市占较高，并且率先升级到高端 BLE；但由于

BLE芯片运用场景不同，产品呈现出差异化特征，市场还未形成垄断。 

国产高端低功耗蓝牙逐渐起步，进口替代趋势确定。国外 BLE价格昂贵且本土化服

务不足，给国内企业进入 BLE 领域创造了契机，但国内 BLE 大多数为低端产品，

高端 BLE 尚在发展初期；随着国内需求驱动和政策驱动，国内高端 BLE 进口替代

机会逐渐凸显。  

⚫ 核心竞争力：低功耗、连接稳定性和低成本 

低功耗是 BLE 产品设计重要要求。无线连接设备对 BLE 功耗要求高，只有掌握先

进芯片设计和系统设计能力的厂商才能使 BLE产品达到性能和功耗的平衡，使 BLE

运用在更多物联网场景中。  

无线连接稳定性是 BLE 产品力的体现。信号传输保持稳定是蓝牙性能优异的体现，

能对 BLE芯片架构做合理设计的厂商会提高用户体验。 

成本是低功耗蓝牙厂商进入市场的关键因素。芯片开发成本和芯片应用方案整体成

本决定着 BLE厂商能否成功切入市场。 

⚫ 投资策略：掌握 BLE 芯片设计核心技术并能有效控制成本的企业 

国内高端 BLE市场为蓝海市场，因而具有极强低功耗设计和性能设计能力，且能有

效控制成本的高端 BLE国内厂商是重点关注对象： 

⚫ 风险提示： 

行业竞争风险；市场拓展不达预期，IC 供应链风险。 
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1 可穿戴设备爆发、物联网布局驱动低功耗蓝牙

市场需求释放，预计 2023 年全球 BLE 市场空间

将达到 65 亿美元 

1.1 终端设备连接无线化，蓝牙在主要的局域网无线通信技术中

最具应用优势 

网络应用快速发展，数据传输场景日益丰富。据 We Are Social 和 Hootsuite

报告统计，截至 2018 年底，全球互联网用户规模超过 43 亿人，约占全球人

口的 57%，全球一半以上人口“触网”得益于互联网信息技术快速发展以及

智能终端的大量普及。互联网用户对网络传输要求不断提高，随着通信技术

升级，传输内容和形式逐渐升级，从最初的文字、图片发展到视频传输；传

输场景也愈加丰富，从人与人、人与物拓展到物与物的数据传输。 

图表 1 数据传输场景日益丰富 
 

图表 2 无线传输渐成趋势 

 

   

资料来源：百度百科，基业常青  资料来源：百度百科，基业常青 

无线通信分为近距离和远距离传输，而局域物联网正快速推动短距离无

线通信方式发展。根据爱立信移动市场报告预计，全球物联网终端数量将由

86 亿增加至 2024 年的 223 亿，复合增长率 17%。并且短距离无线连接是物联

网的主要连接形式，连接设备数量将由 2018 年 75 亿上升到 2024 年 178 亿，

复合增长率达到 15%。 
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图表 3 全球物联网终端设备数量及增长率 

 

资料来源：爱立信移动市场报告，基业常青 

无线通信技术主要分广域网和局域网两种，差别在传输距离和通信协议

方面。局域网无线通信技术包括 NFC、IrDA、WIFI、蓝牙、ZigBee、Z-Wave、

UWB、RFID、LiFi 等，传输一般在 0-300 米；广域网无线通信技术包括 GPRS、

LoRa、NB-IoT 等，有效传输距离在公里级。蓝牙是最主要的局域网（短距离）

无线通信方式之一，适合覆盖距离在百米以内、数据传输量较小的通信。 

图表 4 无线通信技术比较 

无线技术 NFC Zig-Bee Bluetooth Wi-Fi UVB RFID IrDA Z-wave Lifi LoRa NB-IoT GPRS 

频段 
13.56 

MHz 
2.4GHz 2.45GHz 

2.45/5

GHz 

3.1-10.6 

GHz 

1-100 

GHz 
很高 908MHz 

380-790

THz 

433/868/9

15Mhz 

800/900

MHz 

935-960

KHz 

有效传输

距离 

0.1m 以

内 

100m

以内 

300m 以

内 
300m 

10m 以

内 
5-10m 1m 30-100m 

无法突

破障碍 

城市 2km 

郊区15km 

10km以

上 
20km 

传输速度 
424 

kbps 

20-250 

kbps 

3 

Mbps 

11 

Mbps 

480 

Mbps 

106 

kbps 

16 

Mbps 

9.6-40 

kbps 

250 

Mbps 

0.3-50 

kbps 

<100 

kbps 

115 

Kbps 

通信质量 中 高 高 高 高 有限 高 高 有限 高 高 中 

网络架构 点对点 星型 星型 星型 星型 点对点 点对点 树型 星型 星型 星型 星型 

硬件成本 低 低 中等 中等 很高 低 低 低 高 中等 中等 高 

是否便于

应用开发 
难 中等 方便 难 中等 很方便 方便 中等 难 难 中等 很方便 

典型应用 
公交 

系统 
灯组网 

语音 

传输 
局域网 

军方 

追踪 

食品 

追踪 

红外 

测距 

照明 

控制 

LED 

局域网 

智能 

抄表 

智能 

门锁 

移动 

通信 

资料来源：电子发烧友，百度百科，基业常青 

蓝牙实现功耗、成本、功能的完美结合，应用开发方面拥有优势。在主

要的几种局域网无线通信技术中，NFC 主要用于近场识别与通讯，应用领域

较为局限；WIFI 传输速度快、与互联网的无缝连接，但功耗较高、应用开发

上无优势；ZigBee 最大的亮点是可实现 mesh 组网，在大规模联网设备控制方

面具有优势，但与智能手机连接需额外网关。而蓝牙在传输距离（最大可达
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300 米）、功耗（分别可实现 10mA 和数 uA 级别的工作和待机功耗）、成本、

效率和安全性上均具有较大的优势，且集成其他通信技术的功能，如 mesh 等，

应用优势较为明显。 

 

1.2 蓝牙技术标准迈入 5.0 时代，Mesh 组网技术助力高端低功耗

蓝牙开拓物联网市场 

蓝牙 4.0 引入了低功耗模块，敲开物联网的大门。蓝牙技术最早由爱立信

公司在 1995 年提出，主要应用于蓝牙音频领域，随后 1998 年蓝牙技术联盟

（SIG）成立，负责制定和维护蓝牙技术标准。至今蓝牙技术标准从 1.1 到 5.1

版本，共经历了 10 次升级，而自 2010 年蓝牙 4.0 标准发布之后，蓝牙由经典

蓝牙迈向低功耗蓝牙时代，而低功耗模块的引入，也将蓝牙的功耗降低了 90%

以上，使更多终端尤其是移动终端设备的联网化成为可能。 

图表 5 蓝牙通信技术发展进程 

蓝牙版本 发布日期 传输速度 有效范围 主打功能 

1.1 2001 748-810kbps 10m - 

1.2 2003 748-810kbps 10m 改善抗干扰调频 

2.0 2004 1.8-2.1Mbps 10m 双工，Stereo 译码 

2.1 2007.08 1.8-2.1Mbps 10m 改善设备配对 

3.0 2009.04 24Mbps 10m 协同 802.11Wi-Fi 

4.0 2010.07 24Mbps 100m BLE 省电 

4.1 2013.12 24Mbps 100m IoT 改善通讯功能 

4.2 2014.12 24Mbps 100m 省电 

5.0 2016.06 24Mbps 300m 物联网应用 

5.1 2019.01 48Mbps 300m 室内定位 

资料来源：公开资料，基业常青 

蓝牙 5.0 攻克了蓝牙传输速度和传输距离的短板，功耗进一步降低，高精

度定位测向功能扩大应用领域。蓝牙 5.0 相对于 4.2 版本，传输速度是 4.2 的

两倍，有效传输距离是 4.2 的 4 倍，广播模式信息容量提高到原来的 8 倍；并

且功耗再次降低，达到毫安乃至微安级别的工作功耗，待机功耗降至毫安乃

至纳安级别；另外，BLE5.1 引入高精度定位测向功能，室内导航定位达到厘

米级精度，这些性能也进一步巩固了 BLE 在物联网领域的地位。 

Mesh 组网技术是低功耗蓝牙实现大规模物联网连接的关键技术。蓝牙

Mesh 组网技术在 2017 年得到 SIG 批准，这是一种独立的网络技术，兼容 4

及 5 系列蓝牙协议。它把蓝牙设备作为信号中继站，利用低功耗蓝牙广播的

方式进行信息收发，可以实现多对多设备通信，从而实现大面积覆盖。这种

技术可组节点成百上千，无需网关就可以直接与智能终端通信，满足物联网

的连接需求，尤其是在工业物联网、智慧城市、智能建筑等领域具有应用优

势。 
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图表 6 蓝牙 Mesh 拓展了蓝牙的性能 

 

资料来源：SIG，基业常青 

相对于经典蓝牙，低功耗蓝牙有传输远、功耗低、延迟低等优势。传输

距离方面，经典蓝牙只有 10-100 米，而 BLE 最远能传输 300 米；连接方式上，

经典蓝牙只能通过点对点的方式传输，而 BLE 设备能够能通过点对点、广播、

Mesh 组网与其他设备相连；在功耗上，两者的差别巨大，低功耗蓝牙运行和

待机功耗极低，使用一颗纽扣电池便能连续工作数月甚至数年之久。 

图表 7 经典蓝牙和低功耗蓝牙功能性能对比 

技术标准 经典蓝牙 低功耗蓝牙（BLE） 

无线电频率 2.4GHz 2.4GHz 

传输速率 

Basic Rate：1Mbps 

EDR(Π/4DQPSK) 2Mbps 

EDR(8DPSK) 3Mbps 

BLE4.2: 1Mbps BLE5: 2Mbps 

BLE5 Long Range(S=2):500Mbps 

BLE5 Long Range(S=8):125Mbps 

距离 10/100 米 300m 

延时 100ms <6ms 

发送数据的最小总时间 100ms 3ms 

耗电量 1W 0.01-0.5W 

最大运行电流 <30mA <15mA 

语音能力 有 无 

网络拓扑 点对点 点对点、广播、Mesh 组网 

稳健性 
自适应快速跳频拓展、

FEC、快速 ASK 
自动适应快速跳频 

代表蓝牙标准 BT V1.0/2.0/3.0 BT V4.0/5.0 

资料来源：公开资料，基业常青 

经典蓝牙支持音频传输，而低功耗蓝牙主要用在非音频数据传输上。基

于这个差距，经典蓝牙和低功耗蓝牙应用场景有所不同。经典蓝牙主要应用

在音频传输设备上，而低功耗蓝牙主要用在数据传输领域，尤其是以物联网

为主的数据传输。 
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图表 8 经典蓝牙和低功耗蓝牙应用场景对比   

蓝牙分类 应用方向 具体应用场景 通信连接方式 

经典蓝牙 

（BR/EDR/AMP） 
音频应用 

无线耳机 

点对点 无线音箱 

车载音箱 

低功耗蓝牙 

（LE） 

数据传输应用 

运动与健身设备 

点对点 医疗健康设备 

PC 外围设备 

位置服务应用 

信标服务 

广播 室内导航 

资产追踪 

设备网络应用 

控制系统 

Mesh 组网 监视系统 

自动化系统 

资料来源：公开资料整理，基业常青   

蓝牙技术联盟（SIG）逐步停止维护经典蓝牙标准，蓝牙进入 5.0 时代是

一个必然。随着蓝牙技术标准不断升级，为提高蓝牙产品品质，推动新版蓝

牙应用，蓝牙技术联盟对经典蓝牙标准逐渐停止维护，已于 2019 年撤销经典

蓝牙 2.0 版本，弃用 4.1/4.0/3.0/2.1 版本，并将于 2020 年正式撤销 4.2 以前的

版本，不再认证 4.2 标准以下的产品，5.0 版本的高端低功耗蓝牙取代以前蓝

牙是未来主流趋势，蓝牙进入 5.0 时代已是板上钉钉。 

 

1.3 低功耗蓝牙受益可穿戴设备、物联网发展，市场规模达 65

亿美元，保持快速增长 

蓝牙分为经典蓝牙和低功耗蓝牙。经典蓝牙一般包含基础速率（BR）、

增强速率（EDR）、高速率（HS/AMP）这三种模式，低功耗蓝牙则包括低

功耗模块（LE）。 

在低功耗蓝牙芯片市场中，存在单模和双模两种不同的芯片设计。单模

蓝牙芯片是指仅支持低功耗传输功能的芯片，而双模蓝牙除了支持低功耗传

输以外，还支持经典蓝牙传输，这就使得蓝牙芯片可以兼容 4.0 以下的版本。

值得注意的是，双模低功耗蓝牙实际功耗更接近于经典蓝牙。 
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图表 9 蓝牙芯片架构示例 
 

图表 10 不同芯片蓝牙协议栈构成 

 

 

  

资料来源：安凯微电子，基业常青  资料来源：昇润科技，基业常青 

可穿戴设备是低功耗蓝牙率先爆发的市场，当前处在快速增长期。根据

IDC 数据，预计 2019 年全年可穿戴设备出货量有望超过 2.23 亿台，2023 年出

货量将增加至 3.02 亿台，年复合增长率达到 7.9%。可穿戴设备增长主要来自

腕式设备和耳戴式设备，其中腕式设备出货量占比超过 60%，主要为智能手

表和手环，常用于健康、运动等场景，作为手机等移动终端的外围设备，数

据传输是其主要功能，对功耗有很高要求。 

图表 11 全球可穿戴设备出货量（百万台）  图表 12 2019 年一季度腕式可穿戴设备各厂商出货情况 

 

 

 

资料来源：IDC，基业常青  资料来源：IDC，基业常青 

物联网市场增量空间巨大，且对功耗和组网能力要求愈加严格，低功耗

蓝牙将是局域物联网重要玩家。低功耗蓝牙以其成本低、功耗低、Mesh 组网

能连接上千个节点的优势，无论是在单个设备还是系统构建上，都有用武之

地，因此低功耗蓝牙是局域物联网应用场景不可或缺的玩家。 
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图表 13 蓝牙智能家居设备年出货量（单位：亿）  图表 14 蓝牙智能楼宇设备年出货量（单位：亿） 

 

 

 

资料来源：SIG，基业常青  资料来源：SIG，基业常青 

 

图表 15 蓝牙智慧城市设备年出货量（单位：亿） 
 

图表 16 蓝牙智能工业设备年出货量（单位：亿） 

 

 

 

资料来源：SIG，基业常青  资料来源：SIG，基业常青 

具体来说，低功耗蓝牙在物联网未来爆发的空间集中在智能家居、智慧

楼宇、智慧城市、智能工业等领域。根据蓝牙技术联盟（SIG）数据，预

计 2023 年蓝牙智能家居设备年出货量将达到 11.5 亿，年复合增长率达

到 59%；预计 2023 年蓝牙智能楼宇设备年出货量会达到 3.74 亿，年复

合增长率达到 46%；预计 2023 年蓝牙智慧城市设备年出货量会达到 1.97

亿，年复合增长率达到 40%；预计 2023 年蓝牙智慧工业设备年出货量

达到 2.78 亿，年复合增长率达到 40%。 

低功耗蓝牙市场将持续增长，2023 年全球低功耗蓝牙市场有望达到

67 亿美元，2018-2023 年复合增长率达 7.6%。根据蓝牙技术联盟 SIG 估

算，2018 年低功耗单模蓝牙出货量为 5.4 亿，双模蓝牙出货量为 27 亿，

BLE 总市场规模约 45 亿美元。预计到 2023 年，全球 90%以上的蓝牙设

备将使用低功耗蓝牙芯片，约有三分之一的设备将使用单模低功耗蓝牙，

出货量预计达到 16 亿，市场空间达 22 亿美元；为了能够充分利用蓝牙

技术的优势，双模蓝牙正在取代经典蓝牙，预计 2023 年双模蓝牙芯片

出货量将达 32 亿，市场空间高达 45 美元。2018 至 2023 年低功耗蓝牙

整体复合增长率达到 7.6%。。 
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图表 17 各类蓝牙设备出货量（单位：亿） 
 

图表 18 预计 2023 年 BLE 设备出货量高达九成 

 

 

 

资料来源：SIG，IHS, 基业常青  资料来源：SIG，基业常青 
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2 国外厂商抢占高端 BLE 市场先机，国内厂商

也开始逐步布局低功耗蓝牙 

2.1 BLE 领域尚未完全形成寡头垄断格局，国外厂商布局较早，

占据主要市场份额 

全球低功耗蓝牙企业呈现充分竞争的格局，国外厂商布局较早，市占相

对较大。自 2010 年低功耗蓝牙引入以来，国外厂商引领低功耗蓝牙建设，到

目前为止，全球主要低功耗蓝牙厂商有 Nordic、Dialog、TI、ST、Cypress、Silicon 

lab、Microchip、Toshiba、泰凌微等。除泰凌微外，其他厂商多来自欧美和日

本，占据高端 BLE 芯片市场，其中挪威的 Nordic 以 40%左右的市占率成为

BLE 领域的龙头，国内在这个领域市占率较高的厂商只有泰凌微一家，目前

产品在照明领域应用较多，其他厂商多是蓝牙领域的低端同质产品。 

图表 19 2018 年低功耗蓝牙公司市场占有率 

 
资料来源：TSR，基业常青 

以 Nordic 为代表的国外厂商在低功耗领域布局较早，掌握技术和市场先

机。早期低功耗蓝牙（或称“蓝牙智能”）由诺基亚和 Nordic 合作开发，被纳

入蓝牙 4.0 标准并发布，因而 Nordic 也为低功耗蓝牙标准贡献了核心技术和

专业知识，成为技术鼻祖。在拥有技术优势基础上，Nordic 准确把握市场趋

势，快速推进低功耗蓝牙芯片研发，在 2012 年发布了第一代超低功耗蓝牙

nRF51 系列，在 2015 年又成功推出 nRF52 系列低功耗芯片，并及时将这两个

系列蓝牙升级到 5.0 及以上版本，占据市场先机。2018 年 Nordic 低功耗蓝牙

芯片收入为 1.85 亿美元，年增长率 23.3%，市占率 40%左右。 

细分应用领域的渐次渗透助力 Nordic完成市场开拓。早在 2013 年，Nordic

在电脑配件市场占有一席之地，这个市场为其低功耗蓝牙应用提供了良好的

过渡。在此基础上，Nordic 瞄准物联网市场，不断开拓低功耗蓝牙在物联网
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细分领域中的应用，尤其在可穿戴设备、智能家居、医疗保健设备市场上获

得了不少客户的青睐，在市场上占据了领先地位。Nordic 客户分部在欧洲、

美洲和亚太；2018 年亚太地区客户带来的业务收入高达 75%，中国是主要的

客户之一。 

图表 20 Nordic、Dialog 低功耗蓝牙业务收入（百万美元）和增长率 

 
资料来源：Nordic、Dialog 年报，基业常青 

Dialog 是仅次于 Nordic 的第二大低功耗蓝牙芯片公司，截至 2018 年，低

功耗蓝牙芯片出货量超过 2 亿颗。2018 年 Dialog 低功耗蓝牙业务收入约 0.52

亿美元，年增长率 21%，市占率约 11%。公司从 2013 年开始研发低功耗蓝牙，

2015 年第一代低功耗蓝牙出货，逐渐形成完整的产品组合，2016 年第二代低

功耗蓝牙出货，并在 2017 年升级到蓝牙 5.0。其产品主要应用在可穿戴设备和

智能家居上。 

可见，国外占据一定市场份额的公司在低功耗蓝牙研发上起步较早，与

下游客户联系紧密，为最近几年低功耗蓝牙应用场景的爆发做了充足的铺垫。

尽管低功耗蓝牙以国外厂商为主，但在全球市场上并未形成少数厂商垄断的

局面。 

 

2.2 国产高端低功耗蓝牙逐渐起步，进口替代成为确定趋势 

低功耗蓝牙作为物联网重要无线连接技术，使用场景越来越丰富，国内

厂商也在加速布局，除去传统蓝牙企业积极转型或拓展新板块，低功耗蓝牙

创业公司也如雨后春笋般萌发。尽管国外低功耗蓝牙芯片发展较早占据优势，

但国外产品普遍价格昂贵，且面临着继续开发难度大、国内本土化服务不足

等劣势，为国内企业进入低功耗蓝牙领域创造了机会。 
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图表 21 国内外主要 BLE 厂商产品优劣势对比 

厂商 产品优劣势 

Nordic 
产品丰富、性能好、软件资料齐全； 

软件框架过于复杂，应用层不够简单清晰，小客户价格高。 

Dialog 
电源管理出身，功耗低、性能好、稳定性好、价格低； 

软件复杂，开发难度大，OTA 升级需要外置 Flash。 

TI 
开发资料全，参考设计多，产品性能稳定，技术支持好，首家量产 BLE5.0 芯片； 

RAM、Flash 偏小，有点鸡肋，应用稍复杂些需要外置 Flash。 

ST 
双处理器架构，性能好、应用开发灵活，待机功耗超低，Fitbit 手环供应商； 

进入时间较晚，产品线少，应用方案少。 

Qualcomm 
专注音频应用，是目前中高端蓝牙音频领域龙头； 

BLE 领域开发较少。 

泰凌微 
国内第一家 BLE 厂商，产品性能好、品质优异，主要用于灯控领域； 

产品线少，其他领域拓展缓慢。 

资料来源：公开资料，基业常青 

国内传统蓝牙厂商出货的 BLE 的普遍集中在低端 BLE 上，版本在 4.2 及

以下，近两年才开始转型布局 BLE5.0，但主要还是应用在蓝牙音频上的双模

低功耗蓝牙芯片，少数厂商开发具有蓝牙 mesh 和室内定位等功能的单模蓝牙

透传芯片。台湾络达、瑞昱成立时间较早，主要生产蓝牙音频芯片，在 2016

年以后才陆续研发高端BLE，近两年有部分BLE5.0产品出货，但量还不算大。

其余公司例如恒玄、珠海杰理、炬芯、博通集成等，近年来都陆续转向高端

低功耗双模蓝牙产品研发。例如，2019 年 4 月上市的公司博通集成，上市筹

资主要用于研发 BLE5.0 和 5.1 芯片。 

图表 22 国内 BLE 厂商及主要产品 

经典蓝牙 

企业转型 
成立时间 核心产品 

BLE 

创业企业 
成立时间 核心产品 

炬芯科技 2014 双模 BLE4.0/4.2/5.0 泰凌微 2010 

双模 BLE4.0/5.0 

单模 BLE4.2/5.0 

蓝牙 mesh 

安凯微 2000 双模 BLE5.0 富瑞坤 2014 
单模 BLE4.2/5.0 

蓝牙 mesh 

珠海杰理 2010 双模 BLE4.2/5.0 上海巨微 2014 单模 BLE 4.0 

建荣 2003 
双模 BLE4.0/5.0 

单模 BLE4.2/5.0 
奉加微 2015 

单模 BLE5.0 

蓝牙 mesh 

博通集成 2004 
双模 4.0/4.1 

单模 BLE4.0 
联睿微 2015 单模 BLE5.0 

   桃芯科技 2017 单模 BLE5.0 

资料来源：公开资料，基业常青 

国内早期切入 BLE 芯片市场的厂商只有泰凌微一家，但近几年以 BLE 作

为创业方向的公司越来越多。泰凌微于 2010 年成立，是我国第一家真正意义
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上的低功耗蓝牙，2014 年第一代低功耗蓝牙芯片实现量产，2016 年多模低功

耗蓝牙芯片诞生。产品主要应用于物联网中智能照明和可穿戴设备，它是国

内出货量最大的低功耗蓝牙厂商，全球占比接近 8%。其他低功耗蓝牙创业公

司比如富瑞坤、巨微、奉加微、联睿微、桃芯科技等也正在起步，并结合中

国企业的需求，开发本土化程度更高的低功耗蓝牙芯片。 

芯片设计产业转移大势所趋，多重驱动使得国内低功耗蓝牙厂商实现进

口替代确定性高。随着中国对集成电路产业政策支持发力，以及为了抵御中

美贸易摩擦带来 IC 供应链风险等外部因素；还有国内物联网发展带来蓝牙终

端市场巨大需求刺激，以及国内芯片设计优秀人才变多等内部因素；蓝牙厂

商逐渐向内地转移，高端低功耗蓝牙作为一个好赛道，国产替代是一个必然。 
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3 蓝牙芯片厂商以产品功耗、成本和稳定性作为

公司的核心竞争力 

3.1 低功耗是 BLE 设计重要要求 

无线连接设备对功耗要求高，平衡 BLE 性能和功耗十分关键。在可穿戴

设备、蓝牙位置服务、智能家居、工业物联网等蓝牙新兴应用方向中，这些

设备不需要时刻保持运行，只需在被唤醒时，进行数据传输或执行控制，而

且每次传输的数据量不大。出于体积限制和无线连接的要求，要设备保持长

久运行就需要功耗极低，这就对 BLE 芯片的功耗提出了要求。 

图表 23 BLE 芯片主要参数解释和影响 

BLE 参数 参数解释 参数影响 

尺寸 BLE 芯片的面积 不同应用场景对 BLE 芯片面积要求不同 

工作功耗 
BLE 连接状态下广播或连

续传输数据的功耗 
市场上 BLE5.0 基本处在 4-8mA 范围 

待机功耗 
BLE 处在待机或深度睡眠

的功耗 
市场上 BLE5.0 基本降至 1uA 左右 

发射（TX）灵敏度 BLE 发射输出功率 发射功率小的射频传输方式距离近 

接收（RX）灵敏度 
BLE 能够正确识别有用信

号的最小信号接收功率 

BLE 接收灵敏度在-90dBm 左右，负的越多，

接收的信号强度越低，灵敏度就越高 

工作方式 

BLE 蓝牙角色以及 BLE 连

接方式和设备数量 

BLE 蓝牙一般分为主机、从机、主从一体的

角色。主机能连接多个从机，蓝牙 Mesh 能

实现多对多通讯。 

通讯接口 
BLE 模块提供的灵活硬件

接口 
根据蓝牙应用方案需求不同选择 BLE 芯片 

资料来源：公开资料，基业常青 

低功耗蓝牙芯片功耗主要来源为动态运行功耗和静态睡眠功耗。而这些

功耗是受设备激活时间、休眠时间、激活和休眠之间转换频率、执行通信协

议和应用程序的效率、供电电压、工作温度等因素影响。图 24 反映了连接事

件和连接间隔对功耗的影响，当设备激活运行时，功耗较高，处在休眠状态

时，功耗较低；当连接间隔越长时，通信频率下降，传输时间变长，而功耗

也变低了。另外，图 25 表示从设备（slave）对主设备（master）发出的连接

事件响应的时间也对功耗有影响。从设备只在有数据的时候才传输，在没有

数据要传输的情形下不需要对主设备进行响应，功耗也会降低。 
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图表 24 连接事件和连接间隔的功耗 
 
图表 25 从设备对主设备连接事件反应时延  

 

 

 

资料来源：TI，基业常青  资料来源：TI，基业常青 

BLE 功耗的降低，主要是通过芯片设计和系统设计实现。在设计之初，

通过合理地划分软硬件，得到比较合理的低功耗系统方案。在此基础上进行

设计，芯片设计上需要考虑防异常功耗设计、功耗管理设计、电源管理设计、

微功耗值守电路设计等；具体而言是要减少射频、电源管理和系统控制的功

耗。系统设计方面需要外围软件开发适应硬件，优化软件代码以减少运算复

杂性，采用低功耗的程序设计以及有效的外围功耗管理设计，从而达到产品

功耗和性能的最佳平衡。 

 

3.2 无线连接稳定性是低功耗蓝牙产品力的体现 

BLE 连接稳定性直接影响用户体验，是决定产品市场开拓广度和深度的

重要因素。外界环境无线干扰很多，给 BLE 连接带来问题，比如设备无法连

接、连接异常断开、反复断开重连、复位从机连接的情况。蓝牙芯片要良好

抵御外部干扰，厂商的芯片设计是保证稳定性的首要环节。特别是对模拟信

号采集、模数转换、射频端的电路设计，决定了产品稳定性。 

图表 26 信号链信号处理和传输过程 

 

资料来源：《深入浅出通信原理》，基业常青 

从信号链角度出发，蓝牙芯片要传输传感器收集的数据，需要经过基带

和射频来实现。基带部分处理数字信号，进行信道编码、脉冲成形和调制解

调等，射频端则通过功放、滤波器、天线等发送信号。而在这些过程中，蓝

牙芯片需要区分并处理其他蓝牙设备产生的信号或其他无线技术产生的无关
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信号，以保证数据完整且高质量的传输，这也是蓝牙芯片稳定性的体现。BLE

芯片稳定性很大程度上体现了产品性能，这要求公司经验丰富的模拟芯片工

程师对芯片架构做合理设计，使蓝牙传输信号保持稳定，优化蓝牙性能。 

 

3.3 成本是低功耗蓝牙厂商进入市场的关键因素 

BLE 厂商能否成功切入市场，不仅需要产品性能好，还要售价合理；而

公司自身也需保有较高毛利率来维持运转。这两个因素都要求公司的产品成

本要低，而芯片成本主要包括芯片设计成本和芯片硬件成本。 

BLE 芯片设计成本包括研发费用、EDA 开发工具、IP 授权等费用。这部

分费用不同公司差异较大，而蓝牙 IP授权费用占芯片设计成本的很大一部分。

低功耗蓝牙芯片使用的 CPU 核主要来自 ARM，蓝牙通讯协议多采用 CEVA

公司，这些费用都不算便宜。 

图表 27 芯片成本构成  

芯片成本 具体项目 特征 成本拆分 

芯片设计成本 

研发费用 不同公司差异较大 

IP 授权费占芯片总成

本一半左右 

EDA 开发工具 
固定成本，规模效应降低单

位成本 

芯片 IP 授权费 
前期授权费为一次性费用； 

版税对每颗芯片收取 

芯片硬件成本 

芯片制造（晶圆成本、

掩膜成本） 成本与制程工艺、封装工艺

相关；议价能力与量相关 

占硬件成本 70%左右 

芯片封装测试 
占硬件成本 30%左右 

资料来源：公开资料，基业常青 

蓝牙芯片硬件成本包括芯片制造、封装测试阶段的费用。制造成本占比

最大，主要包括晶圆成本和掩膜成本，这些成本与采用的制造工艺和芯片设

计能力直接相关。采用越先进工艺，一片 wafer 能够切割的 die 就越多，面积

越小，单颗芯片成本越低；但是 wafer 本身的成本与芯片设计复杂度相相关，

设计越复杂，掩膜成本就越高，芯片制造成本越高。相比之下，芯片封测成

本占比较小，占比在硬件成本 30%以下。硬件成本控制主要体现芯片公司议

价能力，且议价能力的提升是主要靠规模提升实现的。一般来说，芯片产量

大的企业规模效应更明显，平均成本也会降低。 

在下游应用端，客户还十分关注 BLE 应用方案整体成本。大多数蓝牙芯

片都以 SOC 的形式存在，而在实际应用中，要形成系统级方案，可能还需要

其他配件。所以，客户选择何种芯片，还需要考虑芯片集程度，应用方案整

体成本，以及方案实现的难易程度等。 



 

 

 

 

敬请阅读正文之后的免责条款部分                                                 深耕产业研究  助力资本增值 

 

 

行业报告 Page 19/20  

 

4 投资策略 

在全球可穿戴设备、物联网细分市场增势良好的激励下，低功耗蓝牙应

用增长空间巨大，预计 2023 年将达到 65 亿美元。中国作为低功耗蓝牙的重

要市场，亟需国内公司布局高端低功耗蓝牙，在应对中美贸易摩擦的 IC 供应

链风险的同时，更好地解决国内终端应用厂商定制化需求，从而实现进口替

代。  

目前国内高端 BLE 市场基本为蓝海市场，能够开发功耗极低，连接稳定

性高的 BLE 芯片，并且能有效控制成本的厂商才有机会开拓市场，和下游应

用厂商紧密合作，从而在市场中占有一席之地。因此，具备较强技术研发能

力，能够进行极强低功耗设计和性能设计的高端 BLE 厂商是重点关注对象。 

 

5 风险提示 

（1）行业竞争风险：国内 BLE 厂商在产品定义、性能、品质、应用方

面与国外还有一定差距，短期内在 BLE 的高端应用市场还难以与国外竞争，

尤其是进入品牌客户供应链方面面临较大困难，需长期不停地投入研发、打

磨产品和服务。 

（2）市场拓展不达预期：当前 BLE的终端应用客户更倾向于选择国外芯片

厂商，高端产品对性能、品牌和品质的要求都很高，国内 BLE 厂商要进入终端

供应链、成为核心供应商还需要一定的时间，早期可能面临业务进展缓慢问题。 

（3）IC 供应链风险：国内 BLE 厂商 CPU 核和蓝牙通讯协议采购均

来自国外，芯片代工大多放在台湾地区。若未来中美贸易摩擦长期延续或

升级，或导致国内 IC 供应链风险，对国内 BLE 芯片设计厂商带来影响。 
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